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Abstract (en)
[origin: WO8904553A1] A semiconductor wafer or IC array, either analogue or analogue/digital, includes a layer of material which has a substantially
linear resistance characteristic and which can be programmed with passive components, i.e. resistors (R) and capacitors (C). The material is
preferably polysilicon or chrome disilicide. The passive components (R, C) are configured within the area (10) surrounding active devices (B, P, N)
such as CMOS devices and bipolar devices. The process for producing the desired configuration of passive components may include etching of the
layer of material.

Abstract (fr)
Un réseau de circuits intégrés ou une tranche de semi-conducteurs, de type analogiques ou analogiques et numériques, comprennent une couche
de matériau qui présente une caractéristique de résistance sensiblement linéaire et qui peut étre programmée avec des composants passifs,
c'est-a-dire des résistances (R) et des condensateurs (C). Le matériau est de préférence a base de polysilicium ou de disiliciure de chrome. Les
composants passifs (R, C) sont disposés dans la zone (10) qui entoure les dispositifs actifs (B, P, N), qui sont constitués par exemple par des
dispositifs MOS complémentaires et par des dispositifs bipolaires. Le procédé servant a obtenir la disposition désirée des composants passifs peut
comporter l'attaque de la couche de matériau.
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